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We are going ahead with greening of our 
worksite. Shiga factory of Risho Kogyo also 
has many trees and flowers.

工場緑化の取り組み工場緑化の取り組み

▲５月の連休頃にはツツジが満開になります

▲1980（昭和55）年頃の滋賀工場

▲現在の滋賀工場

　利昌工業では、積極的に工場緑化に取り組

んでおります。今回は滋賀工場（滋賀県栗東

市）での取り組みについてご紹介したいと存

じます。

　今月号の表紙の写真は、滋賀工場緑化のシン

ボルツリーです。下の写真のように30年かけて

大きく育ちました。この木の下には安全祈願の

稲荷社があり、「鎮守の森」のようになってい

ます。

　毎年５月の連休ごろになると、シンボルツリ

ーの緑は萌え、構内の各所に植えられたツツジ

に花が咲き、藤棚には薄紫の天幕がかかるな

ど、滋賀工場は最も美しくなります。

　お越しの節は、ぜひ滋賀工場の木々や草花を

お楽しみ下さい。

今月の表紙今月の表紙今月の表紙

滋賀工場

▲シンボルツリーの下には「稲荷社」があります

■はじめに

　近年、高周波回路用基板に対する要求は多様化

し、その要求のひとつに、回路基板の小型化があ

ります。一般に、基板材料の誘電率が大きくなる

ほど信号の伝播波長は小さくなりますので、回路

基板の小型化には比誘電率が高い基板材料が望ま

れています。

　また、周波数が高くなるほど信号の伝送ロスが

大きくなるため、これらの分野に使用する基板材

料には、ロスが少なくなる誘電正接の低い材料が

重要とされています。

　利昌工業では、これらのご要望に対して、ポリ

フェニレンエーテル樹脂（PPE樹脂）をベースと

した高誘電率で低誘電正接を特長とする、高誘電

率ガラス基材銅張積層板「CS-3396」をラインナ

ップして、アンテナやパワーアンプ基板の小型化

用途としてご採用頂いております。

　このたび、CS-3396の高周波領域での利用を想

定し、新たに誘電特性の安定性に関するデータを

取得しましたので、その結果をご報告いたします。

■CS-3396の特長

　リショーライト高誘電率ガラス布基材銅張積層

板「CS-3396」は、PPE樹脂をベースに、高誘電

率無機フィラーを独自の配合技術で高充填させる

ことにより、高誘電率でかつ低誘電正接を実現し

ました。以下に本製品の主な特徴を示します。

（1）高誘電率ε≒10で低誘電正接tanδ=0.003 

（2）曲げ弾性率14GPaでフッ素基板より硬い

（3）吸水率が低い（0.02%，板厚1.6mm）

（4）熱伝導率が高い（約1W/m･K）

（5）ドリル加工に優れる

High dielectric constant CCL（ε=10）

高誘電率&低誘電正接
ガラス布基材PPE樹脂プリント配線板材料

ＣＳ-3396
利昌工業（株）開発本部　商品開発研究所

西畑　武
RISHO   KOGYO  CO.,LTD.

Devising New products Division

Takeshi Nishihata ▲CS-3396　ε=10

ε＝10

■CS-3396の誘電特性

　CS-3396（0.6mm厚，外層銅箔35um）をエッチ

ング処理し、上下の銅箔を除去したものを測定用

試料とし、その誘電率および誘電正接の周波数特

性、温度特性および湿度特性を評価しました。

　CS-3396は高誘電率基板用材料として、層間接

着用接着シート「AD-3396」、樹脂付き銅箔

「CD-3396」、コア材用基材レス両面銅張板

「CC-3396」、多層化用プリプレグ「ES-3346」

も同時に開発しており、様々な形態に合わせた材

料提供が可能です。

■ラインナップも充実

▲プリプレグ
　ES-3346

▲層間接着用接着シート
　AD-3396

▲樹脂付き銅箔
　CD-3396

▲コア材用基材レス銅張板
　CC-3396
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（1）測定方法

　平衡形円板共振器法により、室温（20℃）にお

ける1GHz～20GHzまでの誘電率および誘電正接

を測定しました。

（2）測定結果

　CS-3396は、周波数による誘電率および誘電正

接の変化が少なく、高周波領域でも安定した誘電

特性を示します。

図1. CS-3396の周波数特性
Fig.1  Dependence of Dk & Df on frequency. 図3. CS-3396の湿度特性

Fig.3  Change of Dk & Df after Humidity Treatment

図2. CS-3396の温度依存性
Fig.2  Dependence of Dk & Df on temperature.

1. 周波数特性

（1）測定方法

　空洞共振器法により、60℃／90%の恒温恒湿槽

内に静置した試料を24時間毎に取り出し、7GHz

における誘電率および誘電正接を測定しました。

（2）測定結果

　CS-3396は、吸湿処理による誘電率および誘電

正接の変化が少なく、高温高湿下でも安定した誘

電特性を示します。

Generally, high Dk materials are required for 

downsizing of HF-devices.

In order to reply to the requirement, we developed 

high Dk CCL “CS-3396”. 

CS-3396 is High-Dk and Low-Df CCL for PWB (Dk

≒10, Df＝0.003).

Dk and Df of CS-3396 hardly change, while frequency 

is 1～20 GHz(Fig.1) Dk and Df of CS-3396 are stable 

to temperature changes(Fig.2), and under humidity 

conditions(Fig.3).CS-3396 contributes to downsizing 

of HF-devices such as Antenna and Power amp etc.

3. 湿度特性

（1）測定方法

　平衡形円板共振器法により、－40～80℃までの

7GHzにおける誘電率および誘電正接を測定しま

した。

（2）測定結果

　CS-3396は、温度による誘電率および誘電正接

の変化が少なく、広い温度範囲での使用でも優れ

た誘電特性を示します。

2. 温度特性
■まとめ

　CS-3396は、誘電率および誘電正接の周波数

依存性が少なく、また、温度や湿度による変化

も僅かであり、誘電特性の優れた材料となって

います。

　当社では、PPE樹脂をベースとした低誘電率ガ

ラス基材銅張積層板「CS-3376シリーズ」もライ

ンナップしており（ご参照:13頁）本製品「CS-

3396」と合わせて高周波回路基板への展開を期待

しております。

※基板材料の誘電特性は測定方法により数値が異

なります。今回ご報告したデータは、平衡形円板

共振器法と空洞共振器法により測定しております

が、その傾向は他の測定方法でも同様です。

表1. CS-3396の一般特性　Table.1 General properties

・試験方法はJIS C-6481に基づきます（試料厚み＝1.6mm）。
・上記各種データは測定値であり数値を保証するものではありません。
・Test method is JIS C-6481（Test piece thickness＝1.6mm）.
・The various above-mentioned data is measured value, and is not guaranteed performance. 
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Test item

単位
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（1）測定方法
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ける1GHz～20GHzまでの誘電率および誘電正接

を測定しました。

（2）測定結果

　CS-3396は、周波数による誘電率および誘電正

接の変化が少なく、高周波領域でも安定した誘電

特性を示します。

図1. CS-3396の周波数特性
Fig.1  Dependence of Dk & Df on frequency. 図3. CS-3396の湿度特性

Fig.3  Change of Dk & Df after Humidity Treatment

図2. CS-3396の温度依存性
Fig.2  Dependence of Dk & Df on temperature.
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